
 
【即时发布】                 2025年 2月 25日 

 

FAS 分部推动了增长并重塑了 PIL 的业务结构； 

ATE 继续面临逆风 

 
在香港联合交易主板上市的槟杰科达国际有限公司（“PIL”或“本集团”），今日公布截至 2024 年 12

月 31日的财务业绩。本集团收入为 622.4百万令吉，年内溢利为 107.1百万令吉, 较去年同期分别

下降约 10.0%及 24.7%。 

 

财务亮点 

 

 
2024 

令吉千元 

2023 

令吉千元 
变动 

收入 622,433 691,850 -10.0% 

毛利 179,913 209,644 -14.2% 

年内溢利 107,128 142,233 -24.7% 

每股盈利（仙）    

基本    4.51    5.97 -24.5% 

摊薄 4.51 5.96 -24.3% 

 
 
主营业务营收占比及趋势 

 

                                                                    
 
 

截至 2024 年 12 月 31，本集团主要收入来自于自动化检测设备(ATE)及工厂自动化解决方案(FAS)

两个分部，其分别占本年度集团收入的约 36.1%及 63.9%。 
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以下概述各经营部门业绩表现，其中包含年内分部间收益。 

 

 
2024 

令吉千元 

2023 

令吉千元 
变动 

收入按经营业务拆分    

自动化检测设备    

外部客户 224,390 452,254 -50.4% 

分部间收益 9,929 538  

 234,319 452,792  

    

自动化解决方案    

外部客户 398,043 239,596 +66.1% 

分部间收益 7,328 15,943  

 405,371 255,539  

    

 
 

业务营收占比（按客户拆分） 

 

 
 
 
 

 
2024 

令吉千元 
2023 

令吉千元 
变动 

收入按客户拆分    

医疗 311,013 148,197 +109.9% 

汽车 142,828 329,392 -56.6% 

电光 80,703 65,315 +23.6% 

半导体 52,923 103,794 -49.0% 

消费品及工业产品 34,966 45,152 -22.6% 

 
  

13%

23%

8%
6%

50% 2024 

汽车业务 

电光业务 

消费品/工业产品 

半导体业务 

医疗 

 

汽车业务 

电光业务 

消费品/工业产品 

半导体业务 

医疗 

 

9%

48%
15%

7%

21%

2023 



 
自动化检测设备(ATE)分部 

 

于 2024 年，本集团的 ATE 分部按年下降 50.4%，收入由 2023 年的 452.3 百万令吉下

降至 224.4 百万令吉。萎缩主要是由半导体－汽车行业放缓所致。于 2024 年，汽车分部

占 ATE 分部收入的 59.3%，惟于 2024 年却大幅下滑 59.0%，严重影响 ATE 分部的整

体表现。尽管全球电动汽车的销售量不断增加，惟仍显着集中于数个主要市场。根据国际

能源署(IEA)的资料，于 2023 年，  近 60.0%的新电动汽车注册来自中国，约 25%来自

欧洲及 10.0%来自美国，  相当于全球电动车销量总和近 95.0%。尽管电动汽车的长期增

长前景仍然强劲，惟短期至近期出现的疲软迹象已导致整个产业采取较为谨慎的投资方

式。然而，本集团仍然致力于支持其汽车客户，利用其在广泛测试解决方案方面的全面性

来满足行业不断变化的需求。随着市况稳定及政策明朗化，预期汽车及电动汽车分部将会

回升，为 ATE 分部重新增长创造条件。  

 

于 2024 年，本集团半导体分部占 ATE 分部收入约 15.8%，较去年的 21.7%为低，反映

更广泛的行业挑战。半导体行业仍然处于高度周期性，目前的低迷是由于消费性电子及汽

车等主要市场的需求复苏逊于预期所导致。  

 

相反，  ATE 分部内的电光分部于经历连续两年的收缩后，于 2024 年强劲反弹，收入增

长攀升至 2024 年的 24.1%，较 2023 年的 6.4%大幅增加，达到值得称许的 87.5%的双

位数增幅。此强劲复苏主要是由于智能手机及其他消费装置采用升级环境光感测器，带动

对本集团旗舰智能感测器测试设备的需求增加。随着先进的光电功能日趋普及，本集团已

具备战略优势以利用此增长势头。  

 

尽管 2024 年面对种种挑战，本集团仍会坚定不移地致力成为行业领导者，并在竞争激烈

的环境中保持领先地位。尽管宏观经济压力及特定行业的不利因素对 ATE 分部造成影

响，惟对更定制化及精密的测试处理设备及解决方案的需求不断增加，为该分部的复苏及

未来增长提供令人鼓舞的迹象，尤其是在迎合人工智能 AI 市场的复杂测试及组装设备方

面。  

 

 

  



 
工厂自动化解决方案(FAS)分部 

 

FAS 分部于过去四年持续录得双位数字的增长。于回顾年度内，该分部已成为本集团的主

要收入来源，对本集团总收入的贡献率达 63.9%。  FAS 分部的收入增长 66.1%，由 2023

年的 239.6 百万令吉增至 2024 年的 398.0 百万令吉。此显著增长创下新纪录，并进一步

巩固该分部对本集团整体表现的贡献。  

 

FAS 分部的增长势头主要受本集团专利的全自动化 i-ARMS（智能自动化机器人制造系统）

的强劲需求所推动，尤其是在医疗行业分部，该分部继续成为 FAS 分部的主要贡献者，其

收入占比由去年的 61.9%扩大至 78.1%。除医疗分部外，消费品及工业产品分部及电光分

部对本集团 i-ARMS 解决方案的需求于年内分别为 FAS 业务分部贡献 8.3%及 6.7%。  

 

在科技进步及多个行业日益采用工业自动化的趋势带动下，加上全球离岸外包的趋势，  

FAS 分部将继续保持上升轨迹，巩固其作为本集团长远增长及持续业务策略的主要推动力

角色。  

  



 
未来展望 

 

「挑战中蕴藏机遇」  

 

鉴于通货膨胀、利率政策、地缘政治紧张及供应链中断等多项宏观经济因素的微妙相互作

用，本集团预期 2024 年观察到的许多趋势及全球经济状况将持续至 2025 年。尽管随着通

胀趋于稳定及央行采取更宽松的货币政策，部分经济体可望出现温和复苏，惟仍存在重大

不确定性。尤其是，特朗普政府的重新上台很可能会引发更大的波动，特别是对贸易及全

球供应链敏感的行业。尽管存在该等不确定性，预期特朗普当选总统将同时带来经济机遇

与挑战。本集团仍然专注并处于有利位置，以把握主要由 AI、汽车电气化及医疗制造自动

化发展所带动的高增长分部的新机遇。值得注意的是，医疗分部继续占本集团目前订单的

最大份额，其次是汽车及半导体行业。预计医疗分部将于 2025 年继续保持发展势头，而

本集团亦注意到汽车及半导体行业的需求有增加的迹象。  

 

FAS分部近年来的上升轨迹令本集团感到鼓舞，本集团对 FAS分部的持续增长感到乐观，

其主要由各行各业日益采用制造自动化所带动。特别是由于医疗仪器生产及制药业对精确

性、一致性及合规性的要求不断提高，医疗行业正经历重大的自动化转变。机器人、AI 及

智能制造技术的发展加速此趋势，该等技术将提高效率并确保高品质标准。此外，为满足

不断变化的产业需求，对可扩充性生产的需求与日俱增，进一步推动自动化的发展。本集

团意识到此变革性转变，并且凭借其专业知识及以创新为导向的方法，已做好准备利用自

动化在医疗行业领域日益扩大的作用。  

 

除医疗行业外，本集团亦观察到可再生能源行业，尤其是太阳能领域的自动化整合趋势与

日俱增。太阳能制造商正越来越多地利用先进的自动化技术来提高生产效率及扩大产能。

为配合有关进展，本集团已取得太阳能制造商的订单，并继续致力支持业界转向采用自动

化解决方案。透过提供专为太阳能生产及能源管理而设的 FAS 产品，本集团希望为全球更

广泛采用可再生能源作出贡献。  

  



 
凭借本集团全面而先进的汽车测试解决方案组合，本集团继续积极与半导体－汽车领域的

客户合作。凭借碳化矽（「SiC」）的前端晶圆老化解决方案，以及最新推出用于 SiC 裸

晶级测试的良品裸晶粒测试解决方案，加上晶圆重组能力，本集团已策略定位支援业界向

高性能半导体的转型，而高性能半导体对于满足汽车应用的严格品质及可靠性标准至关重

要。除汽车领域之外，由于 SiC 化合物具有独特的效率、散热性能及可靠性，满足ＡＩ需

求的数据中心亦越加采用 SiC 基电源解决方案，以加强电源管理、降低能源损耗及提高整

体运行效率。同样地，对高频宽记忆体晶片组的需求日增，亦带动 SiC 解决方案的采用，

原因为 SiC 解决方案可实现更高的功率密度，对下一代运算及 AI 驱动的应用而言至关重

要。本集团把握该等行业趋势，继续扩展其前端晶圆解决方案，包括先进的晶圆自动光学

检测系统，以巩固其对创新的承诺，并加强其在高增长行业的地位。  

 

随着产业朝高效能半导体转移，不仅各产业加速采用 SiC，先进封装亦逐渐成为下一代电

子产品的关键元件。为配合此趋势，先进封装已成为本集团最具发展潜力的增长领域之

一。本集团有系统地优先调配研发资源及能力投资，开始进军先进封装领域的策略性业

务，专注于 2.5D 基板的尖端技术测试。此举为本集团持续努力多元化其产品供应的一部

分，并把握各高性能领域对先进半导体封装技术日益增长的需求。先进封装，特别是 2.5D

及 3D 基板，对于高效能运算、行动装置、5G 基础架构、汽车系统、物联网等应用至关重

要。该等技术能够实现更快的资料吞吐量、更小的外型尺寸以及更高的能源效率，对于

AI、自动汽车及先进电信等下一代应用均至关重要。2.5D 基板测试预计将在增强未来世代

半导体的性能及功能方面发挥关键作用，从而使本集团成为这一高增长领域的主要参与

者。  

 

随着本集团继续提升其在高性能半导体及先进封装方面的能力，本集团亦正扩展其全球业

务，以把握新的市场机遇，作为其整体增长策略的一部分。印度已成为主要的增长市场，

其半导体产业在支援全球主要厂商的合约制造商活动不断增加的带动下迅速扩张。有利的

投资环境及政府的支持进一步加强印度在全球半导体供应链中的角色及地位。在此背景

下，本集团预期其测试处理设备的需求将不断增长，尤其是其转塔测试及视觉处理设备，

原因为本集团已准备好在印度不断发展的半导体生态系统中担当举足轻重的角色。  

  



 
除扩展印度市场外，本集团亦透过在欧洲及台湾设立专门的实体据点，加强在当地的布局，

以进一步提升其技术能力。该等策略性的多元化发展，旨在特别提升本集团在晶圆级检测

及先进封装测试的能力及专业知识，以支援半导体行业对产品品质、性能及可靠性日益增

长的需求。透过扩展在该等主要地区的业务，本集团已准备就绪，以推动技术进步，加快

开发下一代测试解决方案，并巩固其作为全球半导体价值链中主要参与者的角色。  

 

尽管本集团已宣布拟将本公司私有化，惟该策略性企业发展并不影响其于 2025 年的增长

前景。本集团将继续致力于其核心业务及策略性措施，同时不断推动创新及扩大市场占有

率。凭借稳固的基础及明确的策略方向，本集团决心把握行业机遇，保持增长动力，而该

策略性私有化让本集团可将资源用于策略性业务计划。此外，本集团新的第三园区生产设

施将于 2024 年底落成，大大提高本集团承接更大型及更复杂项目的能力，以满足其多元

化客户群不断变化的需求。扩充后的基础设施将于短期内成为加速本集团增长轨迹的主要

动力。  

 

 

关于槟杰科达国际有限公司 

 

槟杰科达(1665.HK)是全球领先的自动化解决方案供应商，主要服务于亚太、北美和欧洲的半导体、

汽车、电气和电子、医疗设备和消费工业产品领域的跨国制造商。本集团的集成自动化产品及解

决方案涵盖创新、设计、制造及安装自动化设备及╱或自动化制造解决方案。 

 

想获取更多关于槟杰科达的公司信息，请访问公司网站: www.pentamaster.com 

 

媒体关系及投资者关系：investor.relation@pentamaster.com.my 


